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1.1.1本技术规范书规定了南方电网数字电网科技（广东）有限公司对综保模块测试硬件板卡首次试制的提供方（以下简称报价人）提出的技术规范。本采购文件的最终解释权归南方电网数字电网科技（广东）有限公司（以下简称采购人）。
1.1.2如果报价人没有以书面形式对本技术规范书的条文提出异议，则意味着报价人提供的设备完全符合本技术规范书的要求。如有异议，不管是多么微小，都应在响应文件中以“对技术规范书的意见和同技术规范书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。
1.1.3本技术规范书所使用的标准如遇与报价人所执行的标准不一致时，按较高标准执行。
1.1.4本技术规范书经采购、响应双方确认后作为合同的技术附件，与合同正文具有同等的法律效力。若本技术规范书涉及有关商务方面内容，如与采购文件的商务部分矛盾时，以采购文件商务部分为准。
1.1.5本技术规范书未详尽全部事宜，由采购、报价双方协商确定。技术规范书所附材料仅为代工生产产品的部分关键资料，仅作为被委托方评估试制方案可行性的依据，用以评判是否可满足本试制产品的技术要求以及用于成本估算和报价，在满足本技术方案要求基础之上，确认成交人后，采购人将提供本标的物相应硬件PCB Gerber文件、焊接清单、图纸和说明文件等材料，作为双方约定对接资料。
1.1.6报价人应充分理解本技术规范书并按本技术规范书的具体条款、技术交付要求执行，如在项目实施过程中需要调整内容、进度等，需经双方共同确认，以采购人意见为准。
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[bookmark: _GoBack]1.2.1报价人应提供符合本采购技术文件和工业标准的优质产品、服务，认真阅读，逐条准确回答和陈述，必须清楚地说明是否满足本技术规范书的每一项具体要求。如果不满足要求，除在逐条应答时予以说明外，还需以“差异表”的形式另外列出。
1.2.2 如果报价人认为本技术条款所描述技术要求等存在不合理性或不明白的，可在响应原要求后陈述相关建议。
1.2.3 报价人也可提出满足本技术规范书要求，且技术先进、成熟、价格合理的其他建议，供采购人选择。
1.2.4 报价人应提供满足本技术规范书要求的完整的服务、工作产品，满足国家及用户提出的有关质量标准要求。所有工作产品必须具有在中国境内的合法使用权。
1.2.5 如果因为无法提供的原因而提供其他产品、服务，报价人应明确说明并提出质量保证承诺。
1.2.6 报价人应保证为今后采购人开发的或采购人委托第三方开发的其他工作产品提供可靠的性能和兼容性。
1.2.7 报价人应对本次响应所有文件保密，不得向其他单位公布或泄露采购项目的有关信息。
1.2.8 所有计算、说明、图纸文件、手册等使用国际单位制。
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除本技术规范书特殊规定外，报价人所提供的元器件、设备均按规定的标准和规程的最新版本进行交付和生产。如果这些标准内容有矛盾时，应按最高标准的条款执行或按双方商定的标准执行。如果报价人选用本技术规范书规定以外的标准时，则需提交这种替换标准供审查和分析。仅在报价人已证明替换标准相当或优于采购文件规定的标准，并从采购人处获得书面的认可才能使用。提交供审查的标准应为中文或英文版本。
下列文件对于技术规范书的应用是必不可少。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于技术规范书。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于技术规范书：
GB/T 4588.1		无金属化孔单双面印制板分规范
GB/T 4588.2		有金属化孔单双面印制板分规范
GB/T 4588.3		印制板的设计和使用
GB/T 19247.1		印制板组装 第1部分:通用规范 采用表面安装和相关组装技术的电子和电气焊接组装的要求
GB/T 4677			印制板测试方法
GB/T 16261		印制板总规范
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本项目要求按采购人需求提供综保模块测试硬件板卡试制服务，交付综保模块测试硬件板卡。
项目内容包括：
（1） 提供组成综保模块测试硬件板卡的元器件物料供应服务：包括但不限于模拟类、电源类、逻辑类、存储类、防护类、传感类、隔离类、通信接口类、时钟类等类型集成电路IC和模块、连接器、互感器、继电器、阻容感分立元器件等各类元器件的供货；
（2） 基于上述元器件物料，提供综保模块测试硬件板卡的PCB印刷与物料焊接（PCBA）；
（3） 完成组成综保模块测试硬件板卡的生产加工测试相关工作。
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响应单位资质要求
1、中华人民共和国境内注册的法人，提供合法有效的营业执照（或事业单位法人证书等）；中华人民共和国境内注册的非法人组织，提供主体资格合法存续的证明文件；分支机构应提供合法有效的授权，授权应加盖委托人公章且委托人法定代表人或负责人签字；不接受自然人参与。
2、在经营活动中无重大违法失信记录，没有被市场监督管理机关在国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）中列入严重违法失信企业名单，没有被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人名单，应提供上述两个网站的相应截图；在中国南方电网有限责任公司范围内没有处于限制响应资格的处罚期内。
3、不接受联合体参与。
4、响应单位需提供印制电路板制造项目案例不少于3个，须提供中标通知书或合同关键页或项目任务书（首页、服务内容页、盖章、签字页扫描件）或验收证书（应包含服务内容页、盖章签字页等页面）或采购订单等作为证明材料。
5、响应单位需提供广东地区本地化服务承诺函。
6、响应单位需提供项目服务承诺函，模板参见附件。
综保模块测试硬件板卡生产批次要求
综保模块测试硬件板卡含有9类硬件板卡。
在本次硬件平台代工生产过程中，总计需要生产两批硬件板卡。各批次所需交付的板卡数量如下：
	硬件平台
	板卡名称
	总数量（块）
	第一批次数量
	第二批次数量

	综保模块测试硬件板卡
	A板
	25
	5
	20

	
	B板
	25
	5
	20

	
	C板
	15
	15
	0

	
	D1板
	50
	50
	0

	
	D2板
	50
	50
	0

	
	G板
	20
	0
	20

	
	H板
	20
	0
	20

	
	J1板
	20
	0
	20

	
	J2板
	20
	0
	20



元器件物料及生产加工
报价人需根据采购人提供的物料清单进行生产加工，若需要替换物料，需提供替换物料方案（包含替换物料数据规格书）给采购人审核，采购人审核通过才能进行生产加工。
在正式投产前，报价人需与采购人进行生产工艺和参数等方面技术确认，生产方案经采购人审核通过后，才能进行生产加工。
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各板卡器件需求及加工要求如下。本节所附物料清单中器件数量，为单卡需求量乘以 2 批次交付数量的合计总数。物料清单仅用于报价核算使用，不作为生产依据；最终生产发料及装配，以采购人正式下发的各板卡生产物料清单（BOM）为准。
A板器件需求及加工要求
表4-1 A板器件需求及加工要求
	子板号
	需求ID号
	需求分项
	需求描述

	A板
	1 
	数量
	第一批共计交付5块，第二批共计交付20块

	
	2 
	尺寸
	板卡长宽200mm×150mm（±10%），厚度不大于2mm。

	
	3 
	PCB层数
	4层

	
	4 
	工艺
	孔径：10-60mil
表层处理方式：无铅喷锡
板材：普通板材
铜厚：表层0.5oz，内层1oz

	
	5 
	器件需求
	详见《物料清单》


B板器件需求及加工要求
表4-2 B板加工需求
	子板号
	需求ID号
	需求分项
	需求描述

	B板
	1 
	数量
	第一批共计交付5块，第二批共计交付20块

	
	2 
	尺寸
	板卡长宽55mm×35mm（±10%），厚度不大于2mm。

	
	3 
	PCB层数
	4层

	
	4 
	工艺
	孔径：10-60mil
表层处理方式：无铅喷锡
板材：普通板材
铜厚：表层0.5oz，内层1oz

	
	5 
	器件需求
	详见《物料清单》



C板器件需求及加工要求
表4-3 C板器件需求及加工要求
	子板号
	需求ID号
	需求分项
	需求描述

	C板
	1 
	数量
	第一批共计交付15块，第二批共计交付0块

	
	2 
	尺寸
	板卡长宽103mm×34mm，厚度不大于2mm。

	
	3 
	PCB层数
	4层

	
	4 
	工艺
	孔径：5-40mil
表层处理方式：无铅喷锡
板材：普通板材
铜厚：表层0.5oz，内层1oz

	
	5 
	器件需求
	详见《物料清单》


D1板器件需求及加工要求
表4-4 D1板加工需求
	子板号
	需求ID号
	需求分项
	需求描述

	D1板
	1 
	数量
	第一批共计交付50块，第二批共计交付0块

	
	2 
	尺寸
	板卡长宽103mm×34mm，厚度不大于2mm。

	
	3 
	PCB层数
	4层

	
	4 
	工艺
	孔径：10-20mil
表层处理方式：无铅喷锡
板材：普通板材
铜厚：表层0.5oz，内层1oz

	
	5 
	器件需求
	详见《物料清单》


D2板器件需求及加工要求
表4-5 D2板器件需求及加工要求
	子板号
	需求ID号
	需求分项
	需求描述

	D2板
	1 
	数量
	第一批共计交付50块，第二批共计交付0块

	
	2 
	尺寸
	板卡长宽103mm×34mm，厚度不大于2mm。

	
	3 
	PCB层数
	4层

	
	4 
	工艺
	孔径：10-20mil
表层处理方式：无铅喷锡
板材：普通板材
铜厚：表层0.5oz，内层1oz

	
	5 
	器件需求
	详见《物料清单》


G板器件需求及加工要求
表4-6 G板加工需求
	子板号
	需求ID号
	需求分项
	需求描述

	G板
	1 
	数量
	第一批共计交付0块，第二批共计交付20块

	
	2 
	尺寸
	板卡长宽99mm×30mm，厚度不大于2mm。

	
	3 
	PCB层数
	2层或4层

	
	4 
	工艺
	孔径：10-20mil
表层处理方式：无铅喷锡
板材：普通板材
铜厚：表层0.5oz，内层1oz

	
	5 
	器件需求
	详见《物料清单》



H板器件需求及加工要求
表4-7 H板器件需求及加工要求
	子板号
	需求ID号
	需求分项
	需求描述

	H板
	1 
	数量
	第一批共计交付0块，第二批共计交付20块

	
	2 
	尺寸
	板卡长宽133mm×49mm，厚度不大于2mm。

	
	3 
	PCB层数
	2层或4层

	
	4 
	工艺
	孔径：10-20mil
表层处理方式：无铅喷锡
板材：普通板材
铜厚：表层0.5oz，内层1oz

	
	5 
	器件需求
	详见《物料清单》


J1板器件需求及加工要求
表4-8 J1板加工需求
	子板号
	需求ID号
	需求分项
	需求描述

	J1板
	1 
	数量
	第一批共计交付0块，第二批共计交付20块

	
	2 
	尺寸
	板卡长宽164mm×104mm，厚度不大于2mm。

	
	3 
	PCB层数
	2层

	
	4 
	工艺
	孔径：10-60mil
表层处理方式：无铅喷锡
板材：普通板材
铜厚：表层0.5oz

	
	5 
	器件需求
	详见《物料清单》



J2板器件需求及加工要求
表4-9 J2板器件需求及加工要求
	子板号
	需求ID号
	需求分项
	需求描述

	J2板
	1 
	数量
	第一批共计交付0块，第二批共计交付20块

	
	2 
	尺寸
	板卡长宽164mm×104mm，厚度不大于2mm。

	
	3 
	PCB层数
	2层

	
	4 
	工艺
	孔径：10-60mil
表层处理方式：无铅喷锡
板材：普通板材
铜厚：表层0.5oz

	
	5 
	器件需求
	详见《物料清单》
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[bookmark: _Toc162000314]主要交付物清单如下：
	[bookmark: _Toc27160][bookmark: _Toc7032][bookmark: _Toc169290938]需求ID号
	交付物
	数量

	1
	综保模块测试硬件板卡PCB生产工艺文件
	1份

	2
	综保模块测试硬件板卡生产物料清单及物料交期表
	1份

	3
	综保模块测试硬件板卡生产交付排期表
	1份

	4
	综保模块测试硬件板卡
	2批次，数量见4.1.2节
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项目期限为自合同签订之日起至2027年3月31日，必须保证本项目在此期间完成全部工作，并按采购人的验收时间计划完成竣工验收。
详细进度安排如下：
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	进度计划

	1
	[合同签订之日起30日内]
主要内容：
（1） 完成综保模块测试硬件板卡元器件清单确认及采购；
（2） 完成综保模块测试硬件板卡交期确认；
（3） 完成综保模块测试硬件板卡生产工艺确认。
交付物：
（1） 综保模块测试硬件板卡PCB生产工艺文件1份；
（2） 综保模块测试硬件板卡生产物料清单及物料交期表1份；
（3） 综保模块测试硬件板卡生产交付排期表1份。

	2
	[合同签订之日起50日内]
主要内容：
完成第一批综保模块测试硬件板卡的PCB、PCBA加工，形成可交付板卡。
交付物：
(1) 综保模块测试硬件第一批次板卡。

	3
	[2027年3月31日前，按采购人项目情况推进]
主要内容：
完成第二批综保模块测试硬件板卡的PCB、PCBA加工，形成可交付板卡。
交付物：
（1） 综保模块测试硬件第二批次板卡。


[bookmark: _Toc18570][bookmark: _Toc169290943][bookmark: _Toc27465][bookmark: _Toc8744][bookmark: _Toc4140][bookmark: _Toc10414][bookmark: _Toc15163][bookmark: _Toc20837]安装与运输要求
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包装
1）测试硬件板卡生产完成并通过检验后应及时包装，否则应得到切实的保护。其包装应符合铁路、公路及海运部门的有关规定。
2）包装箱上应有明显的包装储运图示标志，并应标明采购人的订货号和发货号。
3）包装应确保整机和各零部件在运输过程中不丢失、不损坏、不受潮、不腐蚀。
4）装置有可能在户外条件下存放，报价人应保证包装箱在户外雨雪大风条件下存放时，不会对包装箱内部装置造成损害。
运输
1）测试硬件板卡在运输时应符合铁路、公路及海运部门的有关规定。
2）测试硬件板卡的运输应保证其外壳不受任何损伤，内部元件不能发生位移且应保证内部元件性能完好。
3）所有部件经妥善包装或装箱后，在运输过程中尚应采取其它防护措施，以免散失损坏或被盗。
4）装置在运输中不允许有任何破坏性碰撞、震动、倾斜和磨损，底部需加缓冲垫防震，同时，还应采取适当措施以鉴别设备在运输途中是否发生过严重的震动和倾斜。如果报价人在设备运输途中没有采取适当的鉴别措施界定责任，则设备到达现场后出现的所有机械损坏均视为在运输途中发生。
5）随产品提供的技术资料应完整无缺。
[bookmark: _Toc169290945][bookmark: _Toc14309][bookmark: _Toc13503][bookmark: _Toc17570][bookmark: _Toc18531][bookmark: _Toc6055][bookmark: _Toc1792][bookmark: _Toc3157]到货检验
1）测试硬件板卡运到现场，报价人应通知采购人到场参加测试硬件板卡到货验收。
2）在验收过程中，若发现硬件平台存在元器件损坏或不正常工作情况，报价人应负责更换。
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1）测试硬件板卡外观无明显凹凸痕、划伤、变形等缺陷；
2）丝印符合图纸要求：表面涂层应均匀、不应脱落；
3）零部件紧固可靠，无锈蚀、毛刺、裂纹等缺陷和损伤；
4）各模组线序线标应正确无误、接线紧固可靠不脱落、压头紧固不动。
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[bookmark: _Toc7110][bookmark: _Toc10247][bookmark: _Toc29966][bookmark: _Toc28396][bookmark: _Toc169290948][bookmark: _Toc3187][bookmark: _Toc31270][bookmark: _Toc29000][bookmark: _Toc54800695][bookmark: _Toc27271][bookmark: _Toc8202][bookmark: _Toc15158][bookmark: _Toc26646]质量保证要求
1）产品质保期为1年，保质期内元器件非人为损坏，由报价人负责免费修理或更换。超过保质期有配件或设备损坏，报价人有优先提供配件和修理的义务；
2）全部元器件必须是全新的，持久耐用的，应满足作为一个完整产品所能满足的全部要求。报价人应保证所提供的所有设备的质量均能满足合同要求。报价人应保证制造过程中的所有工艺、材料试验等(包括报价人的外购件在内)均应合应遵循的主要技术标准规定。
3）在质保期内，质保服务为软件的现场升级、故障设备换新、故障部件现场更换、设备的现场维修与维护以及电话技术支持等服务，不再收取额外费用。
4）质保期后如发生产品损坏，报价人应及时为本组装置提供维修部件，并按最近的响应价提供。
5）报价人供应设备的所有零部件由报价人对其质量负责。报价人选定的所有器件、品牌、型号规格、参数指标报采购人备案后执行，报价人不得擅自更改。采购人有权不定期随机抽选关键器件到指定第三方机构进行检测，抽检合格，费用由采购人承担，若不合格，所有检测相关费用均由报价人承担。如果抽检的相关器件不满足设计要求，采购人有权要求报价人禁用该品牌器件。
[bookmark: _Hlk169275488]6）报价人加工制造的产品，需达到采购人的技术规范要求，未征得采购人的同意，严禁进行产品替换或迭代。
7）采购人发生设备故障时，未查明故障责任方或原因时，报价人有责任配合采购人恢复设备运行并查明故障原因。由于报价人原因导致故障的，报价人应在采购人要求时间内向采购人提供详细书面报告。
[bookmark: _Toc12804][bookmark: _Toc16450][bookmark: _Toc169290949][bookmark: _Toc30741][bookmark: _Toc21138][bookmark: _Toc25701][bookmark: _Toc20594][bookmark: _Toc29134]售后服务
1）报价人应负责解决合同设备制造及性能等方面的有关问题，详细解答合同范围内采购人提出的问题。
2）现场投运前和试运行中发现的设备缺陷和元件损坏，报价人应及时无偿修理或更换，直至符合规范要求。
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报价人对本技术规范书的某些部分如不能满足要求，应提供响应文件并进行具体说明。若报价人不提供响应文件，或响应文件未提及，则视为报价人提供的服务完全可以满足本技术规范书的要求。报价人应按要求提供项目服务承诺函。
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若存在替换物料建议，报价人应在响应文件中提供替换元器件产品的详细技术参数。
成交人在订货前应向采购人提供物料清单。
若采购人有需求的情况下，成交人可提供元器件相关的资料：包括安装、运行、维护、修理说明书（中文或中英文对照），部件清单，工厂试验报告，产品合格证等。
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